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Production of a flip-chip module, comprises placing chip on a continuously 
moving support using an adhesive, and applying a pressure to the chips on 
the support until the adhesive is hardened 
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Abstract of DE1 01 40661 

Production of a flip-chip module comprises 
placing chip on a continuously moving support 
using an adhesive; and applying a pressure to 
the chips. on the support until the adhesive is 
hardened using a pressing tool with 
mechanical pressing devices which are moved 
within a zone synchronously with the support. 
An Independent claim is also included for a 
device for the production of a flip-chip module 
comprising units for applying an adhesive on a 
continuously moving support (2); units for 
placing the chips (1 ) on the support; 
mechanical pressing tools with mechanical 
pressing units (7) for applying a pressure to 
the chips on the support to harden the 
adhesive; and units (5, 6, 8) for synchronously 
moving the pressing tools with the support 
within a zone. 
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® Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen 
®, -Die Erfindung betriffteine Vorrichtung und oin Verfah- 
ren 2ur Herstellung yon Flip^Ghip-Modulen, insbesondere 
in einer RoHe-zu : Rolle,Fertigung. Zunachst wird ein Kle- 
ber auf einem durchlaufenden Tragerband 2 aufgebracht. 
Aufden Kleber wird dann ein Chip 1 voriieinem Pick-and- 
PIace,Automaten positioniert Danach vyird ein Anpress- 
druck von einem synch ron mitlaufenden Anpresswerk- 
zeug'7 auf die Chips, die sich in einer Zone H befindet, 
ausgeubt. Gleichzeitig kahn zusatzliche Energie, zum Bei- 
spiel durch Strahlung, zur Beschleuriigung der Aushar- 
tung des Klebers aufgebracht werden. Die Erfindung er- 
laubt eine Flip-Chip technologische Fertigung in einen 
Durchlaufprozess m\t maximaler Taktrate zu integrieren. 




Q n n n q n rfn n rf n. 
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l 

Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein 
Verfahren zur Herstellung von Flip-Crnp-Modulen, insbe- 
sondere von sogenannten Polymer-Fh^Cmr>Modulen fur 5 
Chipkarten. 

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Flip-Chip-Mo- 
dule, insbesondere auch ftir Smart Cards, an sich bekannt. - 
vergleiche hierzu "Handbuch der Chipkarten", Wolfgang 
Ranke, Wolfgang Effing, Carl Hanser Verlag 1999. 10 
[0003] Die Flip-Chip-Technologie bietet eine Alternative 
zu der ProzeBabfolge Die-Bonding, Wire-Bonding und Ver- 
kapselung. Zur Durchfuhrung der Rip-Chip- Kontaktierung 
eines integrierten Schaltkreises mit einem Substrat wird auf 
verschiedene Techniken wie u. a. Thermokompressions- 15 
oder eutektisches ponding oder auch Refiow-Loten zurtick- 
gegriffen, wobei auf den Anschlufipads der integrierten 
Schaltkreise befindliche Bumps aus geeigneten leitfahigen 
Materialien wahrend des Prozesses so positioniert und fi- 
xiert werden mussen, daB sie die elektrisch leitende Verbin- 20 
dung zwischen den Schaltkreisanschltissen und den entspre- 
chenden Substratanschlussen nach erfolgtem FiigeprozeB 
iibernehmen. 

[0004] Ferner ist aus dem Stand der Technik die Verwen- 
dung eines leitfahigen Polymers zur Herstellung der Lei- 25 
tungsverbindungen bekannt sowie insbesondere die Ver- 
wendung eines leitfahigen Epoxidharzes. Insbesondere ist 
aus US-A-5 742 100 ein Herstellungsverfahren fur eine 
FHp-Chip-Struktur bekannt, bei dem leitfahige Bumps in 
entsprechende Leitungsdurchgange - sogenannte Vias - ein- 30 
gefuhrt werden. 

[0005] Aus US 6 191 951 Bl ist ein Smart Card Modul 
bekannt, bei dem ein Halbleiterchip in Plip-Chip-Technolo- 
gie mit einem metallischen sogenannten Leadframe verbun- 
den ist. Ein entsprechendes Smart Card Modul zeigt auch 35 
dieDE 195 32 755 CI. 

[0006] Aus der US 6 238 597 Bl ist femer ein anisotro- 
pisch leitfahiger Kleber zur Herstellung einer Flip-Chip 
elektrischen Verbindung mit einem organischen Substrat be- 
kannt. Zur Herstellung des Klebers wird dabei ein Epoxyd- 40 
harz als Binder mit einem leitfahigen Material und einem 
nichtleitfahigen Material gemiscnt 

[0007] Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Problem 
ist die bei Verwendung eines Klebers, insbesondere eines 
Polymerklebers, erforderliche Aushartezeit, die zumindest 45 
einige Sekunden dauert. Diese relativ lange Aushartzeit hat 
die Einsatzmoglichkeiten der Flip-Chip-Technologie bisher . 
beschrankt, da insbesondere fur eine kostenefriziente Seri- 
enproduktion kurze Taktraten erforderlich sind. 
[0008] Aus der WO 96/30 937 Al ist ein Verfahren be- 50 
kannt, bei dem Flip- Chips auf ein Substrat geklebt werden, 
das von einem Forderband getragen wird. Dabei wird mit ei- 
nem Abdeckfilm ein Anpressdruck auf die Flip-Chips iiber 
ein Vakuum ausgeubt, bis der amsotrop-leitfahige Kunst- 
stoff ausgehartet ist Nachteilig ist hierbei, dass die Aufbrin- 55 
gung des Abdeckfilms zur Ausiibung des Anpressdrucks auf 
. die Flip-ChipS mit der erforderlichen Zuverlassigkeit tech- 
nologisch sehr aufwendig ist 

[0009] Aus der WO 00/41 219 ist eine getaktete Vorrich- 
tung zur Herstellung von auf- einem Substrat angeordneten 60 
Halbleiter- Chips bekannt. Die Vorrichtung beinhaltet eine 
Nachpressstation zur Ausiibung eines Anpressdrucks auf 
eine Anzahl vori zuvor auf dem Substrat angeordneten 
Chips. Die Erzeugung des Anpressdrucks erfolgt iiber eine 
Russigkeitskammer, die iiber eine Membran und iiber Sto- .65 
Bel auf die Chips wirkt. Ein Einsatz dieser Nachpressstadon 
fur eine kontinuierliche Fertigung ist nicht moglich. 
[0010] Aus der US 6,168,963 Bl ist eine entsprechende 



Anordnung bekannt, bei der der Anpressdruck durcn Gas- 
druck erzeugt wird. Aus. der US 5,910,641 ist eine weitere 
Anpress vorrichtung bekannt, bei der in einem diskonrinuier- 
lichen Prozess der Anpressdruck durch eine Feder erzeugt 
wird. 

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde 

ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung 

zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen fur einen kontinu- 

ierlichen Fertigungsprozess zu schaffen. 

[0012] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird 

mit den. Merkmalen der unabhangigeri Patentanspruche ge- 

lost. 

[0013] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind in 
den abhangigen Patehtanspriichen angegeben. 
[0014] Nach der Lehre der Erfindung wird das Platzieren 
der Chips mit dem Kleber auf dem Trager sowie das Aushar- 
ten des Klebers in zwei getrennten Schritten durchgefUhrt. 
Beispielsweise wird zunachst der Chip auf dem Trager mit- 
tels einer sogenannten Pick-and-Place Maschine platziert 
und danach wird mit einem separaten Andruckwerkzeug fur 
die Aushartung des Klebers wahrend einer ausreichend lan- 
gen Zeitdauer ein Druck erzeugt. 

[0015] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung lauft das Andruckwerkzeug synchron mit dem durch- 
laufenden Trager wahrend der Aufbringung des Anpress- 
drucks mit. Durch die Verwendung von mehreren solcher 
Anpress werkzeuge kann die Taktrate der Pick-and-Place 
Maschine in einem durchlaufenden Prozess voll genutzt 
werden, insbesondere auch fur die sogenannte Rolle-zu- 
Rolle Fertigung. 

[0016] Nach einer bevorzugten Ausflihrungsform der Er- 
findung wird in einer Durchlaufzone neben dem Anpress- 
druck Energie zugefuhrt und zwar beispielsweise in Form 
von Licht, Warme, Laser-, UV- und/oder Mikrowellenstrah- 
lung, um den Ausharteprozess weiter zu beschleunigen. In 
dies em Fall kann die Anzahl der erforderlichen Anpress- 
werkzeuge reduziert werderr: 

[0017] Zur Fiihrung der Anpresswerkzeuge wahrend des 
Durchlauiharteprozesses wird nach einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung eine rauperu^rmige Anordnung 
und/oder ein oder mehrere Walzen benutzt Wesentlich ist 
dabei, dass, nachdem ein bestimmtes Anpresswerkzeug den 
Anpressvorgang abgeschldssen hat, dieses wieder an seine 
Anfangsposition autornatisch zuruckgefuhrt wird, um den 
nachfolgenden Anpressvorgang einzuleiten. 
[0018] Als Kleber kommt vorzugsweise ein Polymerkle- 
ber, insbesondere ein anisotropisch leitfahiger oder ein 
nicht-leitmhiger oder eine Kombinadon aus nicht-leitfahi- 
gem und leitfahigen Kleber erfindungsgemaB zum Einsatz. 
. [0019] Von besonderem Vorteil ist der Einsatz von erfin- 
dungsgemaBen Flip- Chip- Verf ahrens bei der Massenferti- 
gung, insbesondere von Chip-Modulen fur Smart Cards 
oder Chip Cards. Dabei konnen die Vdrteile der Flip-Chip- 
Technologie, das heifit insbesondere die Einsparung von 
Prozess schritten im Vergleich zu herkommlichen Ferti- 
gungsverfahren, wie Klebstoffdispensen, Diebonden, Aus- 
harten, Wre-Bonden, VergieBen, Ausharten, Langzeitaus- 
harten, voll genutzt werden, bei gleichzeitiger voller Nut- 
zung der moglichen Taktraten, insbesondere von Pick-and- 
Place Automaten, in einem durchlaufenden Fertigungspro- 
zess. 

[0020] Im weiteren wird ein bevorzugtes Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen 
naher erlautert. Es zeigen: 

[0021] Fig., 1 ein Russdiagramm einer Ausfuhrungsform 
eines erfindungsgemaBen Verfahrens zur Herstellung von 
Flip-Chip-Modulen, 

[0022] Fig. 2 ein Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsge- 
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maBen . Vorrichtung mit einer raupenformigen Fuhrung der 
Andruckwerkzeuge, 

[0023] Fig. 3 eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform 
der Vorrichtung mit einer Walzenanordnung zur Fiihrung 
der Andruckwerkzeuge, 

[0024] Fig. 4 eine Detaildarstellung einer Ausfuhrungs- 
form des Andruckwerkzeuges. 

[0025] Die Fig. 1 zeigt ein Russdiagramm einer Ausfuh- 
rungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens zur Herstel- 
lung von Rip-Chip-Mpdulen. Bei dem Verfahren handelt es 
sich um eine sogenannte Rolle-zu-Rolle Fertigung. Dabei 
lauft ein Trager, zum Beispiel ein Filmband, kontinuierlich 
durch den Fertigungsprozess durch. 

. [0026] In dem Schritt 10 wird zunachst ein Kleber, vor- 
zugsweise ein Polymerkleber, auf den durchlaufenden Ima- 
ger auf diejenige S telle aufgebracht, auf die der nachste 
Chip platziert werden soil. Die Platzierung des Chips auf 
dem Trager erfolgt in dem Schritt 11 mittels eines sogenann- ■ 
ten Pick-and-Place Automaten. Der Pick-and-Place Auto-, 
mat greift einen einzelnen Chip und platziert diesen an der 
richtigen S telle auf dem durchlaufenden Trager zur Kontak- 
tierung des Chips mit entsprechenden Kontaktstellen des, 
Tragers. 

[0027] In dem nachfolgenden Schritt 12 wird Energie zu^ 
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v A im wesentlichen gleich der Bandgeschwindigkeit v b ist. 
[0035] Zu Beginn des Aushartevorgangs in der Zone H 
setzt ein Anpresswerkzeug 7 an der mit A gekennzeichneten 
Stelle auf einen entsprechenden Chip 1 auf. Als Gegenlager 
dient dabei die Transporteinheit B des Durchlaufprozesses. 
[0036] Das Anpresswerkzeug 7 wird am Ende der Zone H 
nach Durchlaufen der fur die Aushartung erforderlichen 
Wegstrecke durch Urnlauf uber die Walzen 5 mit dem. Band 
6 wieder zuriick zum Beginn der Zone H gefuhrt, wo ein 
weiteres Fugeteilpaar mit einem Chip 1 aufgenommen wird. 
Hintereinander werden auf diese Weise mehrere Anpress- 
werkzeuge 7 durch den Ausharteprozess in der Zone H ge- 
fuhrt, urn mehrere Fugeteilpaare hintereinander bzw. paral- 
lel durch die Aushartezone zu fuhren. Beispielsweise kbn- 
nen mehrere Filmbander 2 vorhanden sein, wobei ein An- 
presswerkzeug 7 mehrere Chips 1 auf parallelen Filmban- 
dern erfassen kann. 

[0037] Zusatzlich kann in der Zone H Energie, zum Bei- 
spiel in Form von Warme, Licht, Laser-, UV- und/oder Mi- 
krowellen-Strahlung zugefiihrt werden, ,um die Aushartung 
des Klebstoffs zu beschleuhigen. In diesem Fall kann die 
Anzahl der erforderlichen Anpresswerkzeuge 7 bzw. die 
Lange der Zone H reduziert werden. 

[0038] Die Fig. 3 zeigt eine alternative Ausiuhrungsform 



gefuhrt und zwar durch einen Anpressdruck auf den Chip,. 25 der Ausfuhrungsform der Fig. 2, wobei Elemente der Fig. 3, 
wahrend des Aushartens des Klebers. Die Aufbringung des- die Elementen der Fig. 2 entsprechen, mit denselben Be-' 
Anpressdrucks erfolgt dabei wahrend des Durchlaufens des f :> zugszeichen bezeichnet sind. 



Tragers beispielsweise durch synchrones Mitfuhren eines 
entsprechenden Anpresswerkzeuges. 

[0028] Die Mitfuhrung des Anpresswerkzeugs zur Auf- 
bringung des Anpressdrucks erfolgt dabei iiber eine Weg- ; ; 
strecke, die im wesentlichen der Aushartzeit entspricht; 
Nach Zuriicklegen dieser Wegstrecke wird das Anpress- 
werkzeug an den Anfang der Wegstrecke zuruckgefiihrt, urn-; 
einen nachfolgenden Chip anzupressen. Wenn entlang die^ 
ser Wegstrecke fur jeden der Chips, die sich in diesem Ab- v 
schnitt befinden, ein Anpresswerkzeug vorhanden ist, wer- 
den mit der maximalen Taktrate fertige Module hergestellt. . 
[0029] Zusatzlich kann in dem Schritt 13 in einer Zone, 



} [0039] Im Unterschied zur Ausfuhrungsform der Fig. 2 
wird das Filmband 2 iiber eine Walze 8 gefuhrt, an der die 
30 Anpresswerkzeuge 7 befestigt sind. Die Walze 8 mit den 
Anpresswerkzeugen 7 befindet sich zumindest teilweise in 
der Zone H. In dem Bereich, wo das Filmband 2 mit den 
Chips 1 auf die entsprechenden Anpresswerkzeuge 7 der 
Walze 8 fur eine Umlenkbewegung kontaktiert, wird von 
den entsprechenden Anpresswerkzeugen 7 ein Druck ausge- 
flb't Zusatzlich kann wie in der Ausfuhrungsform der Fig. 2 
Energie in der Zone H zur Beschleunigung der Aushartung 
zugefuhrt werden. 

[0040] Nach Durchlaufen der Zone H lenkt eine weitere 
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die TeU dieser Wegstrecke ist, Energie zugefuhrt werden, . 40 Walze 9 das Filmband 2 erneut um, so dass es in der 



um die fur die Aushartung notwendige Zeitdauer zu verkiir- 
zen. In diesem Fall kann die Anzahl der notwendigen An^ 
pressWerkzeuge entsprechend reduziert werden. Die Ener- 
giezumhrung kann iiber Warme, Licht, Laser-, UV- und/ . 
oder Mikrowellenstrahlung erfolgen. 45 
[0030] Nach dem Durchlaufen der Wegstrecke fur die Er- 
zeugung des Anpressdrucks wird in dem Schritt 14 jedes 
einzelne Anpresswerkzeug zuruckgefiihrt. Auch die Zu-.- 
ruckfiihrung erfolgt vorzugsweise in einem kontinuierlichen 
Prozess. 50 
[0031] Die Fig. 2 zeigt eine Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung. Ein Chip 1 wird von einem an 
sich bekannten Pick-and-Place Automaten auf deni Film- 
band 2 positioniert, nachdem an der entsprechenden Stelle . 
ein Kleber aufgebracht worden ist. 55 
[0032] Das Filmband 2 bewegt sich mit einer kontinuierli- 
chen oder - in einem getakteten Prozess - mit einer mittle- . 
ren Bandgeschwindigkeit Vb. 
[0033] Durch den kontinuierlichen Vbrschub des Film- 
bands 2 gelangen die Chips 1 von dem Pick-and-Place Au- 60 
tomaten im vorderen, linken Bereich der Vorrichtung in die 
Zone H. In der Zone H befindet sich eine Vorrichtung zum 
Aufbringen eines Anpressdrucks mit. Walzen 5, iiber die ein 
Band 6 lauft. 

[0034] Das Band 6 tragt einzelne Anpresswerkzeuge 7. 65 
Durch Rotation der Walzen.5 werden die Anpresswerkzeuge 
7 in dem unteren Bereich 8 des Bandes 6 mit einer Ge-. " 
schwindigkeit v A rnitgefuhrt, wobei dieses Geschwindigkeit 



ur- 



spriinglichen Richtung weiter lauft. 
[0041] Die Fig. 4 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel fur ein 
Anpresswerkzeug 7, welches, beispielsweise auf einem 
Band 6 (vergleiche Fig. 2) angeordnet ist und sich mit einer 
Geschwindigkeit v a fortbewegt. 

[0042] Das Andruckwerkzeug 7 hat einen Andruckstem- 
pel 10 zur Ausiibung einer Kraft F auf den Chip 1, wahrend 
ein unterhalb des Chips 1 befindlicher Kleber K zwischen 
dem. Chip 1 und dem Filmband 2 aushartet. 
[0043] Der Ana^ckstempel 10 wird von Fiihrungsstiften 
. 3 gehalten, die eine Bewegung des Andruckstempels 10 in 
einer Richtung senkrecht zu dem Filmband 2 erlauben. Die 
Andruckkraft F wird entweder rein mechanisch erzeugt - in 
diesem Fall handelt es sich bei dem Element 4 um eine Fe- 
der - oder elektro-mechanisch - in diesem Fall handelt es 
sich bei dem Element 4 um eine Spule zur Erzeugung eines 
elektromagnetischen Feldes. Ebenso konneh hydrauiische 
oder pneumatische Vorrichtung fur die Druckerzeugung ver- 
wendet werden. 



Bezugszeicheriliste 



1 Chip 

2 Filmband 

3 Fuhrungsstift 

4 Andruckfeder 

5 Walzen 

6 Band- 
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7 Anpresswerkzeug 

8 Walze 

9 Walze 

10 Andrucks tempel 
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1. Verfahren zur Herstellung von Rip-Chip-Modulen 
mit folgenden Schritten: 

- Platzieren von Chips auf einem kontinuierlich 
bewegten Trager mit einem Kleber, 

- Aufbringen eines Anpressdrucks auf die Chips 
auf dem Trager bis der Kleber im wesentlichen 
ausgehartet ist. durch Anpresswerkzeuge mit me- 
chanischen Anpressmitteln, welche innerhalb ei- 

. ner Zone (H) synchron mit dem Trager bewegt 
werden. 

2. Verfahren zur Herstellung von FUp-Chip-Modulen 
nach Anspruch 1, bei dem . es sich bei dem Trager urn 
eiriRlmb and handelt. 

3. Verfahren zur Herstellung von Rip-Chip-Modulen 
nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Kleber zunachst 
auf den Trager aufgebracht wird, bevor vorzugsweise 
in einem. Pick- arid-Place Verfahren die Chips nachein- 
ander auf dem durchlaufenden Trager platziert werden. 
4; "Verfahren zur Herstellung von Hip-Chip-Modulen 
nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem als Kleber ein ani- 
sotropisch leitfahiger oder ein nicht-leitfahiger oder 
eine Kombination aus nicht-leitfahigem und leitfahi- 
gem Kleber verwendet wird. 

5. Verfahren zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen 
nach Anspruch 4, bei dem als Kleber ein Polymer ver- 
wendet wird. 

6. Verfahren zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 5, bei 
dem der durchlaufende Trager in einem Zeitraum wah- 
rend des Aufbringens des Anpressdrucks durch die 
Zone gefuhrt wird, in der Energie zur Aushartung des. 
Klebers zugefuhrt wird. 

7. Verfahren ziir; Herstellung von Flip-Chip-Modulen 40 
nach Anspruch 6, bei dem die Energie in Form von 
Wanne, Licht, Laser- TJV- oder Mikfowellen-Strahlen 

in der Zone zugefuhrt wird. 

8. Verfahren zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen 
nach Anspruch 7, bei dem die Anpresswerkzeuge. auf 45 
einer raupenf ormigen Anordnung umlauf en. 

9. Verfahren zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen 
nach Anspruch 7 oder 8, bei dem die Anpresswerk- 
zeuge auf. einer Walze umlaufen. . 

10. Verfahren zur Herstellung von Flip-Chip-Modulen 50 
nach einem der Anspriiche 7, 8 oder 9, bei dem- ein An- 
presswerkzeug nach Ablauf der Zeitdauer zur Aufbrin- 
gung des Anpressdrucks auf den einen oder mehrere 
der Chips an eine Anfangsposition zur emeuten Auf- 
bringung des Anpressdrucks zuruckgefuhrt wird. 

11. Verfahren zur Herstellung von Rip-Chip-Modulen 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 10, 
bei dem der Trager. in einem Rolle-zu-Rolle Verfahren 
gefuhrt wird. 

.12. Vorrichtung zur Herstellung von Rip-Chip-Modu- 
len mit 

Mitteln zum Aufbringen eines Klebers auf einen konti- 
nuierlich bewegten Trager (2), 

Mitteln zum Platzieren von Chips (1) auf dem Trager, 
mechanischen Anpresswerkzeugen mit mechanischen 
Anpressmitteln (7) zum Aufbringen eines Anpress- 
drucks auf die Chips auf dem Trager zur Aushartung 
des Klebers, 
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Mitteln (5, 6, 8) zum synchronen Bewegen der An- 
presswerkzeuge mit dem Trager innerhalb einer Zone 
(H)., 

1 3 . Vorrichtung zur Herstellung von Rip-Chip-Modu- 
len nach Anspruch 12, bei dem die Mittel zum Platzie- 
ren von Chips als eine oder mehrere Pick-and-Place 
Vorrichtungen ausgebildet sind. 

14. Vorrichtung zur Herstellung von Rip-Chip-Modu- 
len nach Anspruch 12 oder 13 mit Mitteln zum konti- 
nuierlichen Vorschub. des durchlaufenden Tragers, bei 
dem es sich vorzugsweise urn. ein Trager-Band, insbe- 
sondere ein Filmband, in einer Rolle-zu-Rolle Ferti- 
gung handelt. 

15. Vorrichtung zur Herstellung von Rip-Chip-Modu- 
len. nach Anspruch 12, 13 oder 14 rnit einer Zone (H) 
zur Zufiihrung von Energie zur Aushartung des Kle- 
bers in einer Zeitdauer wahrend des Aufbringens des 
Anpressdrucks von den Mitteln (7) zur Aufbringung 
. des Anpressdrucks. 

16; Vorrichtung zur Herstellung von Rip-Chip-Modu- 
len nach Anspruch 15, bei der es. sich bei der Energie 
urn Warme, Licht, Laser-, UV- und/oder Mikrowellen- 
Strahlung handelt. 

17. Vorrichtung zur Herstellung von Flip-Chip-Modu- 
len nach einem der vorhergehenden Anspriiche 12 bis 

16. bei der die Mittel zur Aufbringung eines Anpress- 
drucks als Anpresswerkzeuge ausgebildet sind, wobei 
je ein Anpresswerkzeug zur Aufbringung eines D rucks 
auf mindestens einen Chip ausgebildet ist. 

18. Vorrichtung zur Herstellung von Flip-Chip-Modu- 
len nach Anspruch 17 mit Mitteln zur Fuhrung zumin- 
dest eines Teils der Anpresswerkzeuge synchron mit 
dem durchlaufenden Trager zur Aufbringung eines An- 
pressdrucks in einem Durchlaufbereich, wobei die Mit- 
tel. zur Fuhrung der Anpresswerkzeuge vorzugsweise 
eine oder mehrere Walzen (5, 8) aufweisen und/oder 
raupenfbrmig ausgebildet sind. 

19. Vorrichtung zur Herstellung von Rip-Chip-Modu- 
len nach Anspruch 17 oder 18, rnit Mitteln zur Zufuck- 
fuhrung eines Anpresswerkzeugs nach dem Aufbrin- 
gen des Anpressdrucks auf den zumindest einen Chip 
fur die nachfolgende Aufbringung des Anpressdrucks 
auf zumindest einen nachfolgenden Chip. 
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Aufbringung von Kleber auf durchlauferidem Trager, z.B. Filmband 



Pick-and-Place eines Chips auf den durchlaufenden Trager 



I 



Aufbringung eines Anpressdrucks mit Anpresswerkzeug, 
synchrones Mitftihren des Anpresswerkzeug^ m einem Bereich 
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ZufUhrung : v6ri Energie 



Rttckriihrung des Anpresswerkzeugs 



Fig. 1 
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